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Abstract (en)
A coil winding consisting of an electrical conductor (1) provided with an insulation is monitored using an optical waveguide (2) for the purpose of a
distributed temperature measurement. The electrical conductor (1) has a longitudinal groove (3) on one inner side below the insulation. The optical
waveguide (2) lies loosely in the longitudinal groove (3). In addition, the optical waveguide (2) is longer than the electrical conductor (1) by an
amount which is sufficient to ensure that it is protected from excessive elongation in the event of a large degree of thermal expansion of the electrical
conductor (1). In a method for manufacturing the coil winding, the conductor combination of electrical conductor (1) and optical waveguide (2) is first
wound on an auxiliary drum (5). The coil winding is then wound in an opposing winding direction. <IMAGE>

Abstract (de)
Eine Spulenwicklung aus einem mit einer Isolation versehenen elektrischen Leiter (1) wird mit einem Lichtwellenleiter (2) zum Zweck einer verteilten
Temperaturmessung Uberwacht. Der elektrische Leiter (1) weist an einer Innenseite unter der Isolation eine Langsnut (3) auf. Der Lichtwellenleiter
(2) liegt lose in der Langsnut (3). Ferner hat der Lichtwellenleiter (2) gegeniiber dem elekirischen Leiter (1) eine Ueberléange, welche ausreicht, um
ihn bei starker thermischer Ausdehnung des elektrischen Leiters (1) vor Gbermassiger Dehnung zu bewahren. Bei einem Verfahren zum Herstellen
der Spulenwicklung wird die Leiterkombination aus elektrischem Leiter (1) und Lichtwellenfleiter (2) zuerst auf eine Hilfstrommel (5) gewickelt. Dann
wird mit invertiertem Windungssinn die Spulenwicklung gewickelt.
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